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Abstract (en)
The method involves milling 24 grooves with a breadth of 3 millimeters to 10 millimeters and a depth of 40 millimeters in a floor cover (20) at
distances of 5 millimeters to 30 millimeters. The distances of the grooves in a configuration of the floor cover are adjusted such that residual
serrations have a thickness from 5 millimeters to 30 millimeters. The serrations provided between the grooves are chipped by using a hammer,
a chisel or a pick-axe. Discoidal tools (10) are provided on a shaft (6) with diamond cuts. An independent claim is also included for a device for
removing a floor cover.

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren und die dazu gehörige Vorrichtung für den Abtrag von Bodenbelägen vorgestellt. Der Abtrag von Bodenbelägen wird dadurch
erreicht, dass gleichzeitig in Abständen (a) von 5mm bis 30mm bis zu 24 Rillen (21) mit einer Breite (b) von 3mm bis 10mm und einer Tiefe (t) bis
zu 40mm in den Bodenbelag (20) eingefräst werden. Die zwischen den Rillen (21) entstehenden Rippen (22) werden dann mit einfachen Mitteln wie
Hammer, Meissel oder Pickel abgeschlagen. In einem zweiten Arbeitsgang können mit derselben Vorrichtung quer dazu weitere Rillen (21) gefräst
werden, so dass nur noch rechteckige Erhebungen verbleiben, die mit Leichtigkeit abgeschlagen werden können.
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